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Abstract (en)
Composite structure (1) comprises an adhesive layer (3) arranged on one surface (10) of a metallic material forming a metallic base body (2); and
a non-metallic material (5) applied as a covering layer on the adhesive layer. The adhesive layer consists of separately arranged spherical rivets
(4) arranged next to each other. A holding structure cast on the surface of the base body consists of the above rivets. An Independent claim is also
included for a process for the production of a composite structure. Preferred Features: The rivets have a height of 1-10 mm and a diameter of 0.5-3
mm. The non-metallic material is a ceramic material, preferably yttrium-stabilized zirconium oxide, and has a thickness of 1-20 mm.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen Verbundaufbau zwischen metallischen und nichtmetallischen Materialien, bei dem auf einer Oberfläche (10) des einen
Grundkörper (2) bildenden metallischen Materials eine Haftschicht (3) angeordnet ist, auf welche das nichtmetallische Material (5), vorzugsweise
keramisches Material, als Deckschicht aufgebracht ist, und die Haftschicht (3) aus separaten nebeneinander angeordneten kugelförmigen Rivets
(4) oder Steg (8) und Kopf (9) aufweisenden pilzförmigen Rivets (4) besteht. Erfindungsgemäss sind die Rivets (4) zusammen mit dem Grundkörper
(2) mitgegossen. Sie bilden einzelne Metallinseln, um welche ein durchgehendes Keramiknetz liegt, was sich positiv auf die Eigenschaften des
Verbundaufbaus auswirkt. <IMAGE>
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